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Vorwort

Das Coollaboratory Liquid MetalPad besteht nur aus Metallen und enthélt keine nichtmetallischen
Zusatzstoffe. Unter ca. 58°C ist der Aggregatszustand fest, Uber dieser Temperatur ist das Liquid
MetalPad flissig. Bei der Benutzung des Liquid MetalPads muss dieses einmalig Uber einen so
genannten ,Burnin® geschmolzen werden, um die volle Leistungsfahigkeit des revolutionéaren Liquid
MetalPads zu entfalten.

Es gibt verschiedene Wege, wie Sie das Liquid MetalPad in lhrem System installieren kdnnen.
Nachfolgend werden wir lhnen 3 Varianten vorstellen. Diese Anleitungen zeigen die Installation bei
einem handelsiblichen CPU Luft- bzw. Wasserkihler. Bitte beachten Sie, dass die Installation des
Liquid MetalPads streng nach Anleitung vorgenommen wird, da sie bei unsachgemaRer Handhabung
Systemkomponenten beschadigen kénnen. Hierflr ibernimmt Coollaboratory keinerlei Haftung.

Achtung: Fast alle auf dem Markt befindlichen Mainboards geben die Temperatur vom eingesetzten
Prozessor falsch aus. Zum Teil liegen diese Uber oder unter der tatséchlich anliegenden Temperatur.
Anhand des Temperaturverlaufes ist erkennbar, wann die Installation erfolgreich war. Zusatzlich
besitzen géngige Mainboards eine Notabschaltung, welche bei 70-80 °C Realtemperatur greift.

)

Air cooling BurnIn Durability | : Metal only RoHS Solid
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Installation

Zwischen Kuhler und Prozessor befindet sich im Normalfall Warmeleitpaste oder ein Warmeleitpad.
Nicht metallische Wéarmeleitpaste hat den Nachteil, dass diese die Warme nur schlecht leitet.
Entfernen Sie die alte Warmeleitpaste bzw. das alte Warmeleitpad von dem Prozessor und Kihler.
Die Oberflachen mussen Ruckstands- und Fettfrei sein. Besonders geeignet sind Reinigungsticher
fur zum Beispiel Brillen. Beim vorherigen Einsatz der Liquid Pro empfehlen wir Metallschliff bzw.
Polierpaste.

Achtung: Trennen Sie den Computer bitte komplett von der Stromversorgung, wenn Sie an der PC
Hardware arbeiten! Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Nach der Sauberung der Oberflaichen (Kontaktflachen) des Prozessors und des Kuhlers Uberprifen
Sie bitte die MalRe der Kontaktflachen. Die von Coollaboratory ausgelieferten Grof3en betragen fir
Prozessoren 38x38 Millimeter und fur Grafikkarten 20x20 Millimeter. Zwischen den verschiedenen
Herstellern und Produktfamilien bestehen jedoch teilweise gravierende Unterschiede in der GroRRe,
was ggf. den Zuschnitt mit einer Schere oder einem Cuttermesser nétig macht. Das Liquid MetalPad
darf nicht Giber die Kanten der Kontaktflache tiberstehen.

Legen Sie (ggf. nach dem Zuschnitt) ein Liquid MetalPad auf den Prozessor und setzen Sie
anschlielend den Kuhler auf den Prozessor auf. Beachten Sie bitte, dass Sie den Kihler passend auf
den Prozessor positionieren und diesen nicht drehen oder schieben, damit die Lage des MetalPads
nicht verandert wird. Prifen Sie nach dem Zusammenbau den korrekten Sitz und Halt des Kuhlers.

Bitte wahlen Sie nun aus den folgenden Installations-Varianten die von Ihnen Favorisierte aus.
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Installation: Hardware-Steuerung

Viele Besitzer von leistungsstarken PC Systemen besitzen eine Luftersteuerung, welche entweder
komplett separat funktioniert mit Lufter- und Temperaturanzeige oder in Verbindung mit einer Software
die Daten ausgibt und ansteuert. Falls Sie noch keine Liftersteuerung besitzen und nicht auf die reine
Software-Methode zuriickgreifen mdchten, gibt es verschiedene Liftersteuerungen am Markt. Fur die
Installation des Liquid MetalPads reicht ein handelsiiblicher Potentiometer fir die Lufterregelung,
welchen man bereits fiir wenige Euro erhalten kann. Die Installation ist natirlich auch tber deutlich
aufwandigere Luftersteuerungen mdoglich. Im nachfolgenden Beispiel wird die Installation mit einem
einfachen Dreh-Potentiometer zur Liftersteuerung aufgezeigt:

Beispiel fiir die Installation mit einer einfachen Liiftersteuerung

Trennen Sie das Lufterkabel des z.B. CPU Kuhler vom Mainboard und schlie3en Sie
dieses nun an die Luftersteuerung (Potentiometer) an. Befestigen Sie anschliefend das
Kabel von der Luftersteuerung mit dem Mainboard Fan-Stecker, auf dem vorher das
Kabel vom CPU Kiihler befestigt war. Uberpriifen Sie bitte nochmals den genauen Halt /
korrekte Installation und nehmen Sie ggf. die Anleitung der Liftersteuerung separat zu
Rate.

Starten Sie den Computer und beobachten Sie, ob sich der zu regelnde Lifter auf dem
Kuhlkorper dreht. Der Lifter sollte auf maximaler Leistung drehen, was mit der
Liftersteuerung durch z.B. Drehen des Dreh-Potentiometers erméglicht wird. Sollten die
Lufterblatter sich nicht drehen, Uberprifen Sie bitte bei ausgeschaltetem Computer
nochmals die Verbindungen.

Sobald alles funktioniert kdnnen Sie den Computer hochfahren oder ggf. direkt nach dem
Start in das BIOS des Computers mit z.B. der Taste ,Entf wechseln. Viele aktuelle
Mainboards bieten im BIOS eine Uberwachung der Temperatur des Prozessors bzw.
Chipsatzes und Lufterdrehzahlen an, wobei der Prozessor selbst im BIOS Betrieb im
Last-Betrieb lauft. Falls Sie nicht das BIOS nutzen wollen oder kdnnen, kénnen Sie Uber
Ihr Betriebssystem mit einem Software-Tool (Mainboard-Tool vom Hersteller, Speedfan,
Everest Ultimate, ...) die Temperaturen Uberwachen. Bitte beachten Sie, dass Sie im z.B.
Windows-Betrieb den Computer unter Last setzen mussen, d.h. starten Sie 1-2
Anwendungen, welche hohe Anforderungen an den z.B. Prozessor stellen.

Nachdem sich die Temperatur eingepegelt hat kdnnen Sie die Geschwindigkeit des zu
regulierenden Lufters mit Hilfe der Liftersteuerung anpassen. Verringern Sie dazu die
Geschwindigkeit langsam und beobachten Sie die Temperatur. Die Temperatur sollte
nun, je nach Geschwindigkeit des Liifters, ansteigen bis sie den Schmelzpunkt des Liquid
MetalPads erreicht hat. Sie erkennen dies am besten anhand einer Temperaturkurve,
wenn die Temperatur plotzlich wieder (kurzzeitig) sinkt. Erhéhen Sie nun die
Geschwindigkeit des zu regulierenden Lifters wieder auf 100% und warten Sie ab, auf
welcher Temperatur sich das System nun einpendelt — dies kann einige Minuten in
Anspruch nehmen. Im Normfall sollte sich die Temperatur in lhrem System im Vergleich
zu einer auf z.B. Silikon oder Metall-Oxiden basierenden Paste um 4-7°C verbessern.
Bitte beachten Sie, dass Sie im Vergleich zur z.B. Liquid Pro Flissigmetallpaste keine
oder nur marginale Verbesserungen erwarten kénnen.

Sollte sich die Temperatur verbessert haben, ist die Installation gegliickt. Ist die
Temperatur deutlich schlechter als bis dato die benutzten Warmeleitpasten, muss der
Installationsvorgang (Schmelzen) wiederholt werden.
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Installation: Software-Steuerung

Die Hersteller von Mainboards und Grafikkarten legen oftmals neben den Treibern auch Tools zur
Steuerung der Taktraten vom z.B. Prozessor und Luftern bei. Sollten Sie kein entsprechendes Tool
besitzen, kénnen Sie auf kostenlose und frei verfligbare Software im Internet zurtickgreifen. Die
nachfolgende Anleitung bezieht sich auf das frei erhdltliche Tool SpeedFan in der Version 1.29 vom
Autor Almico (http://www.almico.com/speedfan.php). Laden Sie sich hier fir bitte das Tool Speedfan
herunter unter der Adresse: http://www.almico.com/speedfan.php

Beispiel fiir die Installation mit einer Softwaresteuerung (Speedfan)

Starten Sie die Software nach der Installation und warten Sie, bis Speedfan alle
Sensoren und Komponenten in lhrem System erkannt hat. Dies kann bis zu 20-30
Sekunden dauern.

Setzen Sie nun den Computer unter Last (je nach Bereich, z.B. die CPU mit Prime95)
und beobachten Sie die Temperaturanzeigen in der Software Speedfan. Die Temperatur,
welche sofort reagiert und deutlich ansteigt ist die Temperatur des — in diesem Beispiel —
Prozessors / CPU. Sollte eine Diagnose der Temperaturen nicht gelingen kann auch ein
separates Tool zur Prifung benutzt werden. Empfehlenswert aufgrund seiner sehr guten
Erkennbarkeit ist das Tool EVEREST Ultimate Edition von Lavalys.

Prifen Sie nun, ob Speedfan den entsprechenden Lifter des Kihlers ansprechen kann,
am besten und sichersten ist hier die visuelle Kontrolle des Lufters im Computer bei
Anderung in der Software. Sollte Speedfan den gewiinschten Liifter ansprechen und in
der Leistung variieren kénnen steht dem Burnin / Schmelzvorgang uber Speedfan nichts
mehr im Wege.

Setzen Sie den Computer erneut unter Last mit geeigneter Software und warten Sie, bis
sich die Temperatur bei 100% Leistung beim entsprechenden Lifter eingependelt hat.
Nun verringern Sie die Leistung Schritt fir Schritt und beobachten die
Temperaturanzeige, welche nun kontinuierlich steigt. Sobald der Schmelzpunkt erreicht
ist, wird die Temperatur kurzfristig um einige Grad sinken, erhéhen Sie die Leistung des
Lafters nun wieder auf 100% und beobachten Sie erneut die Temperaturen. Diese sollten
nun kontinuierlich sinken und sich schlie3lich einpendeln.

Im Normalfall sollte sich die Temperatur in Ihrem System im Vergleich zu einer auf z.B.
Silikon oder Metall-Oxiden basierenden Paste um 4-7°C verbessern. Bitte beachten Sie,
dass Sie im Vergleich zur z.B. Liquid Pro Flissigmetallpaste keine oder nur marginale
Verbesserungen erwarten kénnen.

Sollte sich die Temperatur verbessert haben, ist die Installation geglickt. Ist die
Temperatur deutlich schlechter als bis dato die benutzten Warmeleitpasten, muss der
Installationsvorgang (Schmelzen) wiederholt werden.
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Alternative Installation

Es gibt neben den hier vorgestellten Installationsvarianten noch zahlreiche andere Mdglichkeiten, das
Liquid MetalPad zwischen dem z.B. Prozessor und dem Kihler zu schmelzen. Sehr effektiv ist der
kurzfristige Einsatz von HeiRluft-Pistolen / handelstiblichen Fonen, welche zielgerichtet den Kihler
erwarmen. Bitte beachten Sie, dass sie je nach Leistung des Gerats dieses regulieren und nur den
Kihlkérper gezielt erhitzen. Diese Methode funktioniert besonders bei Luftkihlern mit Lamellen /
Heatpipe-Funktion gut. Eine kurzzeitige Erhitzung des Kihlers auf ca. 60°C fuhrt zum gewiinschten
Ergebnis. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung von Hei3luft-Geraten bei Wasserkihlern eher
abzuraten ist. Alternative Methoden wie die hier vorgestellte auf eigene Gefahr.

Entfernung des Liquid MetalPads

Falls Sie das Liquid MetalPad entfernen mochten, kénnen Sie dieses vorsichtig von den
Kontaktflachen abziehen. Je nach Oberflachenstruktur geht dies sehr einfach und hinterlasst nur
geringe Ruckstande. Diese konnen Sie schnell und einfach mit einem Metallschliff Pad entfernen. In
den von Coollaboratory verkauften Sets ist ein hochwertiges Metallschliff Pad bereits enthalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur geringen Druck mit dem Metallschliff Pad ausiben, um einen
Garantieverlust des Prozessors zu vermeiden!

Alternativ kbnnen Sie Reste in Vertiefungen auf den Kontaktflachen lassen, da diese die Kuhlleistung
auch beim Einsatz anderer Pasten eher verbessern.

Probleme und Lésungen

¢ Die Installation mit meiner Wasserkihlung schlagt fehl.

Die Installation des Coollaboratory MetalPads auf Wasserkihlsystemen ist etwas
schwieriger zu bewerkstelligen, als dies bei Luftkiihlern der Fall ist. Das in der
Wasserkuhlung flieBende Wasser hélt den Prozessor selbst bei hoher Belastung unter
der vom MetalPad bendtigten Schmelztemperatur. Um den Installationsvorgang
trotzdem erfolgreich abzuschlieRen, kdnnen Sie die Pumpe der Wasserkuhlung —
insofern gefahrlos moglich — deaktivieren. Durch den nicht vorhandenen Wasserfluss
kann die Warme nicht mehr schnell genug zum Radiator geleitet werden. Sobald das
MetalPad geschmolzen ist, aktivieren Sie umgehend (je nach Mdglichkeit) die Pumpe
der Wasserkihlung.

Achtung: Informieren Sie sich bitte beim Hersteller der Wasserkiihlung / Pumpe, ob
und wie die Pumpe des Systems kurzzeitig deaktiviert werden kann. Ein ggf.
vorhandenes Handbuch kann ebenfalls zu Rate gezogen werden.

e Wieso sind meine Temperaturen trotz erfolgreicher Installation schlechter, als mit einer
vorher benutzten z.B. Silikon-Paste?

In diesem Fall ist die Installation des MetalPads entweder nicht erfolgreich
abgeschlossen oder die Kontaktflachen wurden nicht ausreichend geséubert. Reste
einer alten Paste aus z.B. Silikon oder Metalloxiden wirken sich eher isolierend und
somit negativ aus.
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